
5 6 5 ~ 5 8 5 W H Y - N T 1 0 / 7 2 H! \ A Â K �  �

LID

高转换效率22.6%

零光致衰减（LID）

无损切割，降低隐裂风险

低温度系数 -0.29%/℃，低工作温度，提升组件发电量

优异的低辐照度性能，更高功率输出

耐恶劣环境

抗PID

高投资收益，更低BOS，降低LCOE成本

SMBB叠加半片技术，降低电流内部损耗，提升功率，
降低隐裂影响，提升可靠性

87.40%
87.20%

功率30年线性质保材料/工艺15年质保
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